[image: image1]2005年中国IC设计企业研究报告

[image: image3.jpg]




[image: image4.jpg]




        2005年中国IC
设计企业研究报告
水清木华研究中心

                                       [image: image2.png]Pday





版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

	报告序号
	576
	报告名称
	2005年中国IC设计企业研究报告

	字数
	28万
	图表数量
	98
	报告页数
	470
	完成时间
	2005年8月

	报告语种
	中文
	电子版价格(RMB)
	 12000
	纸质版价格(RMB)
	 11000

	报告摘要
	据统计，中国目前集成电路设计公司约有500多家，从业人员由2000年的3000人发展到2004年底的20000人左右。2003年的IC设计销售收入为57.6亿元，占整个集成电路产业产值的12.6%，而2004年实际销售额达到110亿元左右，占中国集成电路产业总产值20%以上。预计到2008年时IC设计行业收入将超过800亿元人民币。
中国半导体市场已经连续5年保持快速增长，其增长率已超过美国和日本，成为世界上半导体市场增长最快的地区。在未来三年内，IC设计公司将突破800家。中国IC设计业的设计能力、产品种类和商业能力都将发生巨大的变化，一批具有实力的IC设计公司将引导中国IC设计行业迈向成熟的发展道路。

从整体布局上，中国IC设计业形成了以“京津三角”、“长江三角”、“珠江三角”和“西部三角”为主的地域相对集中的产业格局。这些地区的IC设计业与上下游之间的配套关系相对成熟、规范，其整体收入占据中国IC设计业的80%以上。一批具有较强实力，年营业额达到亿元的IC设计公司已经诞生。总体上，中国IC设计业规模已基本形成，中国IC设计业在短短几年内就达到了欧美国家十几年发展才达到的规模。
表 2004年中国十大IC设计企业排名

排名

公司

2004年营收（万元人民币）

1

大唐微电子技术有限公司

74969

2

杭州士兰微电子有限公司

50883

3

珠海炬力集成电路设计有限公司

45995

4

中国华大集成电路设计有限责任公司

45438

5

北京中星微电子有限公司

42000

6

绍兴芯谷科技有限公司

25270

7

杭州友旺电子有限公司

24678

8

无锡华润矽科微电子有限公司

22830

9

上海华虹集成电路设计有限责任公司

19106

10

北京希格玛晶华微电子有限公司

17367

来源：中国半导体行业协会
在IC设计技术上，中国IC设计产业的设计水平也已经得到了长足的发展。目前，多数批量生产的产品的设计线宽已为0.18um、0.25um和0.35um，少数为0.13um，科研水平已向90纳米进军，产品集成度最大规模已接近5千万门。
然而，中国IC设计产业面临的挑战依然艰巨，在许多方面都面临着严重的不足，导致了中国仍然依靠进口IC产品为主。2004年，中国大陆进口的IC 超过80%，而本土化产品不到20%
具体来说，中国IC设计业的不足表现在：
· 主体制造工艺上落后于美国、韩国、日本、台湾省；
· SOC设计和IP核的设计远不能满足国内市场的需求，大部分产品档次偏低，利润率也较低；
· 相对IC业的发达地区，国内IC业的整体规模还比较小；
· IC设计行业人才紧缺，特别是相关的技术人才、管理人才、营销人才缺乏；
· 高端产品少，特别是针对高级系统制造商的IC产品更是少得可怜；
· IC设计公司普遍是中小规模，有影响力的大企业还比较少

但是，中国政府对IC设计业一直保持着强劲的支持力度，推出了一系列的优惠措施鼓励国内的IC设计企业发展，包括18号文件、51号文件、退税优惠、贴息贷款、创建专门的产业基地、扶植IC企业发展等等；国外风险投资公司和有识之士也纷纷驻足中国IC设计行业，他们或参股国内设计公司，或直接创立企业的形式，进入中国IC行业，并取得了一定的成果。
本报告针对国内IC设计业的发展现状，详细调研了国内131家主要的IC设计公司，分析了这些设计公司的性质、特点、产品情况、技术水平、财务状况、客户关系、企业最新信息、发展前景等。具体地，本报告把这些IC设计公司分成了六大类，分别是：基础类IC设计公司、多媒体类IC设计公司、通讯类IC设计公司、智能卡类IC设计公司、PC外设类IC设计公司，以及其它类型的IC设计公司。
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